Technika

Eliminacja zagrozen ESD
w nowoczesnych aplikacjach

Miniaturyzacja urzadzen elektronicznych jest dzisiaj procesem ciggfym
i powszechnym. Producenci komponentow, chcgac sprostac tym wyma-
ganiom, oprocz zmniejszania wymiarow obudow, zwiekszajg rowniez ich inte-
gracje i poprawiajg funkcjonalnos¢. Proces ten jest mozliwy przede wszystkim
dzieki postepowi technologicznemu w mikroelektronice.

oraz mniejsze struktury sca-
lone elementéw maja wie-
le zalet - wigksza integra-
cja to mniejsze koszty i ga-
baryty oraz energooszczednos¢ elemen-
tu. Niestety jest tez jeden podstawowy
problem - mniejsza odporno$¢ na ESD

(Electrostatic Discharge), czyli na krot-

kotrwate przepiecia majace znacznie

wiekszg amplitude niz standardowo do-
puszczalna w urzadzeniu.

Podatno$¢ elektroniki na zagroze-
nia zwigzane z ESD wynika tez z rosng-
cej funkcjonalnosci urzadzen np. wigk-
szej liczby szybkich interfejsow komuni-
kacyjnych, dostepnych dla uzytkowni-
ka na zewnatrz obudowy (USB, SIM, SD,
HDMI, SATA). Kazdy z takich interfejsow
narazony jest na bezposrednie oddziaty-
wanie ESD. Zaktocenia wywolane przez
ESD moga tez pochodzi¢ od samego urza-
dzenia, jego zasilacza lub obwodow wej-
$ciowych. Aby skutecznie zabezpieczyc¢ sig
przed zagrozeniami ze strony ESD, stosuje
sie roznorodne elementy zabezpieczajace,
pochlaniajace energie wyladowania.

Dobor wlasciwych elementéw do ochro-
ny nie jest fatwy i na pewno nieprzypad-
kowy. Jednak dzieki wprowadzeniu znor-
malizowanych metod badania odporno-
$ci na ESD, projektanci maja mozliwos¢
sprawdzenia swoich konstrukcji w sposdb
zunifikowany i powtarzalny. W zaleznosci
od aplikacji mamy do wyboru kilka grup
elementow zabezpieczajacych:

- zabezpieczenie obwodow wysokona-
pieciowych poprzez kontrolowany
przeskok iskry - tzw. iskrowniki lub
odgromniki gazowe
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Rys. 1. Typowy uktad ochronny linii interfejsu USB2.0

- warystory i elementy polimerowe

- elementy potprzewodnikowe - diody
Zenera, diody typu Transient Voltage
Suppressor (transil).

Oferta Taiwan Semiconducor

Na przyktadzie jednego z czotowych
producentéw - Taiwan Semiconducor
(TSC), szerzej przed-
stawimy ostatnia gru-
pe elementéw ochron-

W odréznieniu od pozostatych grup
transile wystepuja jako elementy jedno-
kierunkowe i dwukierunkowe. Oprécz
pojedynczych elementéw coraz wigksza
popularnos¢ zyskuja uktady zawierajace
caly zestaw zabezpieczen, przeznaczony
do konkretnej aplikacji, np. zabezpiecze-
nie dwoch, czterech czy nawet wiekszej

nych, cechujaca si¢ do-

skonatymi wtasciwo-

$ciami, szerokimi moz-

liwo$ciami zastosowa-

nia i rosnaca popular-

noscig. Elementy z tej
grupy charakteryzuje
bardzo wysoka szybkos¢
dzialania, dos¢ precyzyj-
nie okreslone napigcie
zadzialania i zdolnos¢
przechwytywania im-
pulséw o wysokiej mocy.
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Rys. 2. Zabezpieczenie ESD dla USB 3.0 wymaga ochron-
nikdw o niskiej pojemnosci wtasnej

Tabela. Przyktadowe elementy zabezpieczajace

Obwaod Oznaczenie Obudowa Ochrona Liczba kanatow Napiecie pracy Ppp Pojemnos¢ wiasna
Ethernet TESDD5V0 SOD523 +30V 1 5V 100 W 100 pF
Ethernet TESDS5V0A SOT26 25V 1 5V 350 W 1,5 pF
HDMI TESO5V0A MSOP10 15V@1A 4 5V 0,5 pF
USB3.0 TESDM5V0A MSOP8 9,8V@1A 6 5V 0,4 pF
USB 2.0 single TESDA5V0A SO0T23 98 V@1A 2 5V 1pF
USB 2.0 dual TESDS5V0ALC SOT26 98V@1A 4 5V 0,7 pF
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ny interfejs komunikacyj-

ny. Dodatkowo, jak wida¢
na rysunku 2, elementy za-

bezpieczajace na poszcze-

golnych liniach muszg miec¢
wyjatkowo niska pojemnos¢,

aby nie zakloci¢ integralno-

$ci sygnatu. TSC specjalnie
dla interfejséw HDMI, DVI,
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SATA, DVI oraz USB3.0 pro-
ponuje elementy w nowocze-

snych obudowach, zapewnia-

jacych niskg pojemnos¢ pa-

sozytnicza (rys. 3).
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Hot Plug Detection  §

Ethernet 10/100 megabitow —
dla tego interfejsu bardzo czes-

to stosuje sie podwojne zabez-
pieczenie: pierwsze na wej-
$ciu jako réznicowe, a drugie
niezalezne, odniesione do po-

Rys. 3. Schemat ukfadu zabezpieczajagcego dla HDMI

——

tencjalow VCC i GND przed
ukladem PHY (rys. 4).
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Line Side (Low-cap ESD Diode)

To differential mode surges.

Chip Side (ESD Array)

Provides voltage and current limiting A regular TVS diode provides the
protection to the power line surges.
the steering diodes direct the
transient from the data line to either
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power supply line or to the ground. |
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Rys. 4. Podwojne zabezpieczenie dla Ethernetu

liczby linii sygnatowych. Na przykla-
dach konkretnych interfejséw przedsta-
wione zostana najnowsze komponenty.

USB 2.0 - w tym popularnym interfej-
sie najczesciej, oprocz linii komunikacyj-
nych D+ i D- zabezpieczane sa réwniez li-
nie zasilania. Standardowe elementy ESD
zbudowane sa w oparciu o cztery diody
i transil lub trzy transile. Zastosowanie
zabezpieczenia diodowo transilowego
przedstawione jest na rysunku 1.

USB 3.0 - szybko$¢ wersji 3.0 jest
o rzad wielkosci wieksza niz 2.0, co
oczywiscie przekltada si¢ na specyficzne
parametry elementéw ESD. Szczegdlne
wymagania dotycza pojemnosci paso-
zytniczych na liniach transmisyjnych.
TSC proponuje tutaj element o pojem-
nosci zaledwie 0,4 pF (rys. 2).

HDMI - ze wzgledu na liczbe linii

Podsumowanie
Reasumujac powyzsze rozwazania
i przyktady, mozemy $miato stwierdzi¢,
ze nawet najlepiej zaprojektowane urza-
dzenie jest narazone na ,perfekcyjnego
zabojce”, jakim jest ESD. Czas poswie-
cony na analize i zabezpieczenie projek-
tu zaowocuje niezawodnoscig urzadze-
nia i na pewno nie bedzie czasem zmar-
nowanym, a koszty szybko zrekompen-
suja sie w niezawodnosci.
Roman Litwin, Masters
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Dane kontaktowe

Diody Schottky
Diody zabezpieczajgce
Tranzystory Mosfet

Tranzystory Bipolarne

Diody Zenera

Mostki prostownicze

Masters Sp. z o.0.
ul. Objazdowa 5b,

83-010 Straszyn kato Gdanska
tel. 58 691 06 81, 680 71 75,

faks 58 691 06 82
masters@masters.com.pl
www. masters.com.pl
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